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概要 
シリコンフォトニク光部品実装装置、PGAL-3000 シリーズはシリコンフォトニクスチップと接

続して使用されるファイバー、ファイバーアレイ（FA）、SOA等の光部品の間を調芯、実装する装

置です。基板上のシリコンフォトニクスチップは自動 6軸（X,Y,Z,θx,θy,θz）のセンターステ

ージ部へセットされます。SiP チップの位置は上方カメラにより計測され、ステージにより位置

調整されます。 

PGAL-3000 シリーズには単芯ファイバー又は FA を SiP チップへ接続するタイプ-01 と、SOA と

SiPチップを接続するタイプ-02、ファイバーと SOAを接続した上で SiPチップと接続するタイプ

-03があります。 

初めに構成される各光部品の接合面の角度と調芯開始位置の調整を行います。ファイバー、フ

ァイバーアレイ（FA）、SOAと SiPチップの入出射面の傾きθx, θyと位置 hをレーザ角度・位置

センサーにより計測し、3～6 軸ステージにより基準位置に移動します。調整の角度精度は±

0.05°以内、位置精度は±0.1μm以内です。この方式では、光部品の表面に損傷を与えることな

く 2 面を短時間に非接触で平行に対向させることが可能です。バッドカップリングによる面合わ

せが必要な場合は、高感度ロードセルを使用して 0.1ｇ単位の調整が可能です。。 

次に各部品間の調芯を行います。調芯は PGAL-3000シリーズ用調芯プログラム PGAL4を使用し

ます。このプログラムはピエゾアクチュエータ（PZT）と 3～6 軸のステージを使用したアクティ

ブ調芯の他、上方と横方向に配置されたカメラ画像の解析で高精度のパッシブ調芯を行うプログ

ラムにも対応できます。また調芯の手順やパラメータの設定はユ-ザ-が簡単に改造可能になって

おります。 

 

・特徴 
1） 単芯ファイバ-、FA、SOAと SiPチップの実装に対応できます。 

2） 各光部品の面合わせはレーザ角度・位置センサーにより非接触で行います。 

3） 面合わせの角度精度は±0.05°以内、位置精度は±0.1μm以内です。 

4） 突き当て面合わせも可能です。 

5） PZTを使用した高精度高速調芯ができます。 

6） プログラムはユーザーにより改造可能です。 
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